
M-Copper EF
PCB导通孔金属化 - 化学沉铜

高可靠性
兼顾品质与低成本优势
化学沉铜系统M-Copper EF是市场上唯一能够兼顾质量信
赖性以及价格竞争力的湿制程。 我司也是唯一一家能够提
供此服务的国际级湿制程药水供应商!

M-Copper EF是 我司累积数十年的化学沉铜经验，结合当
代需求创新研发而成，在鲜有创新产品的PCB行业，为客户
实现质量和服务方面的革新。您采用M-Copper EF，您的终
端客户将更有信心，因为他们的产品是由服务遍布全球的
我司 湿制程所提供。使用 M-Copper EF，说明该制程是经
过优化的化学沉铜金属化工艺。

不要因为低成本而妥协质量。 选择我司 M-Copper EF！ 

• 由高可靠性的化学沉铜开发而来
• 由客户采购大宗物料; 氢氧化钠和甲醛; 以降低采购成本
• 透过完整的实验设计，为搭配最新材料提供最佳生产条件
• 兼顾低成本以及优良的质量或服务
• 获国际级化学供应商的支持及拥有专业的技术知识为后盾

主要特性优点

C I R C U I T R Y  S O L U T I O N S



M-Copper EF
PCB导通孔金属化 - 化学沉铜

不要因为低成本而陷入妥协质量的陷阱

节约成本 + 收益 = 最高价值

C I R C U I T R Y  S O L U T I O N S

我司 M-Copper EF是在美国设计和研发，创新理念来自于印刷电路板制造中，性能最高，商业化量产多年的化学沉
铜产品。选择 我司 让您享有世界一流的研发，技术服务，合作伙伴关系及专业知识，助您的产品超越竞争对手。：使
用M-Copper EF，您可以拥有这一切。

在各种化学沉铜温度下镀上M-Copper EF和M-Activated 
HA的通孔的背光/前灯视图。
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槽液负载量上下两端的沉积速率稳定
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Rate vs Loading
1.5ft2/gal (3.7dm2/L)
0.2ft2/gal (0.5dm2/L)

Plating Rate vs Loading

收益 当地竞争者 领先的全球供应商 M-Copper EF

顶级的化学沉铜 x ✔ ✔

节省大宗原物料氢氧化物，甲醛成本 ✔ x ✔

低钯浓度节约生产成本 x x ✔

顶级的技术服务 x x ✔
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